平成１９年度研究助成テーマ決定 !!
銅及び銅合金技術研究会では、銅及び銅合金に係る研究開発の促進を目的に学界及び公設研究・試験機関に対して研究助成を行っている。平成１９年度分として平成１８年１０月～１２月の３か月間の公募行ったところ、２４件の応募をいただきました。

研究助成テーマ選考委員会にて厳正なる選考の結果、平成１９年度は下記の１１件に研究助成を行うことに決定し、平成１８年度分６件の２年目助成と併せ今年度は合計１７件の助成を行うこととなりました。平成２０年度研究助成テーマの公募は、本年１０月～１２月の間に行いますが改めてご案内いたします。

	テーマ名：高強度・高導電性銅合金探索のためのコンビナトリアル手法の開発

　　　　　　　　　　　　　　　東北大学　多元物質科学研究所　貝沼　亮介

選考理由

■コンビナトリアル法で銅合金の最適組成や最適熱処理条件を把握するための効率的な方法を期待する。

■コンビナトリアル法をCu-Ni-Si合金に適用して、合金濃度と導電率硬度の関係を調べようとするもので、本分野での新しい組織－特性評価法として期待が持てる。

■新しい銅合金開発の手法としてはユニークで簡明な方法で、是非採用したい研究である。

■矛盾した2つ特性を同時に向上させる実用上有益な研究課題である。



	　テーマ名：錫ウィスカ成長に及ぼす銅系端子材の影響

　　　　　　　大阪大学　産業科学研究所　新産業創造物質基盤技術研究センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　槿銖（キム グンス）

選考理由

■錫ウィスカ成長のメカニズムの解明は学術的にも業界としても興味深い研究である。

■実用の面でのウィスカー発生防止の一つの研究として期待する。

■鉛フリーめっき技術への寄与が期待される。

■Pbフリー化を背景に、銅合金上の錫めっきウィスカ発生を抑制することは、従来から重要な課題である。そのメカニズムは、未だ解明されていないところが多く、本研究の成果に期待したい。



	テーマ名：Cu/CuAlO2複合熱電材料の創製とその特性評価

　　　　　　　　千葉大学　工学部　都市環境ｼｽﾃﾑ学科　講師　魯　云（ロ ウン）

選考理由

■銅の新しい用途拡大に期待する。

■実用的にも熱電材料として有望視されているCu/CuAlO2複合材の創製と特性評価を目指すもので、銅材料の応用拡大に繋がる成果が期待される。

■研究レベルが高く、銅の将来の利用の可能性を高めている。

■環境対応の有意義な研究である。



	テーマ名：水素雰囲気中時効処理によるCu-Ti合金の高強度化および高導電率化

　　　　　　　　大阪府立大学　大学院　工学研究科　物質・化学系

ﾏﾃﾘｱﾙ工学分野　千星　聡

選考理由

■新しい時効処理方法である。

■Cu-Ti合金は、Cu-Be合金の代替材料として使用するには導電率の向上が必要である。本研究は水素とTiの化合物形成を利用して高導電性を向上させようとする新しい試みである。

■銅合金の高電導化には、有用な一つの方法である。

■導電性の悪い材料の改良を図る興味ある取組である。



	　テーマ名：銅及び銅合金の金属アレルギー惹起能に関する評価研究

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　北里大学　医学部　微生物学　笹原　武志

選考理由

■銅及び銅合金のアレルギー惹起能に関する研究が少ない。

■ニッケル銅合金のニッケルおよび銅に対する金属アレルギー惹起能についてマウスによる実験で調査するもので、銅合金使用（衛生環境分野）における貴重な情報を提供する。

■銅の健康に対する研究は北里大病院で先駆的に行われ、その補いとして必要な研究である。

■銅および銅合金の基礎的な特性調査研究として重要。



	テーマ名：銅合金内部に形成されるナノ磁性微粒子の組織と磁気的相互作用

　　　　　　　横浜国立大学　工学研究院　固体の創生部門　助教授　竹田　真帆人

選考理由　

■銅合金の新機能の発見に寄与する可能性がある。

■析出ナノ磁性微粒子と磁気的相互作用の相関をCu-Co、Cu-Fe、Cu-Co-Fe合金についてローレンツ顕微鏡法の適用して調べようとするもので、基礎的観点からの有用な知見の収得が期待される。

■銅合金への新たな機能付与の観点から重要。

■従来の銅合金の特性に反する磁性特性を有する合金開発として有益であり、新たな銅合金の用途開発に期待できる。



	テーマ名：銅（合金）表面上でのバイオフィルムの形成とその影響

大阪市立大学　大学院　工学研究科　機械物理系

 　生産加工工学研究室（佐藤 嘉洋　教授担当）

菊地　靖志（大阪市立大学 客員教授・阪大名誉教授）

選考理由　

■銅及び銅合金の新しい機能の発見につながるため。

■銅および銅合金表面上でのバイオフィルム形成と抗菌的機能との関係を調査・研究するもので、貴重なデータが得られる。

■銅および銅合金の基礎的な特性調査研究として重要。

■銅の優れた特性として抗菌性が挙げられ、従来から色々研究が行われている。業界として抗菌性に関する研究は推めたい。



	テーマ名：水素利用機器への適合性評価のための銅系材料の水素ガス環境中

フレッティング磨耗試験

　　　　　　　　九州大学　大学院　工学研究院　知能機械ｼｽﾃﾑ部門　久保田　祐信

選考理由　

■水素環境中の材料特性変化の基礎データが少ないので。

■銅および銅合金の水素ガス環境中におけるフレッティング摩耗試験を実施し、水素利用・水素環境機器への適合性を評価しようとするので、有用な情報の収得が期待される。

■今後の実用化に向けて有意義な研究である。

■水素ガス環境中での銅合金の利用は、銅合金の用途の拡大が見込まれる。水素ガス利用の環境は増大する方向にある中で。



	テーマ名：ナノ評価システムによる接合部界面Cu系金属間化合物の特性評価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学　接合科学研究所　西川　宏

選考理由　

■環境対応接合技術の信頼性確保において共通する重要な課題に関する斬新な研究である。

■微細接合技術において、重要な研究テーマ。

■Pbフリーはんだを自動車部品に適用する際は、耐振動性が非常に重要である。マクロな接合強度を評価するうえで、微小領域のCu-Sn系金属間化合物の特性を評価することは非常に有意義である。

■はんだ界面の金属間化合物の物性解明し、接合部の信頼性が向上すれば、銅使用量の増加が期待できる。



	テーマ名：高融点はんだとCu基板間に形成されるボイド発生メカニズムの解明

　　　　　　　　熊本大学　大学院　自然科学研究科　ﾏﾃﾘｱﾙ工学専攻　森園　靖浩

選考理由　

■ボイド発生のメカニズムの解明は接合信頼性の向上法の構築に繋がるため。

■高融点はんだ中のSn-Pb組成と界面に生じるCu-Sn金属間化合物ボイドの生成挙動の関係を調査し、その結果をもとに効率的なボイド抑制法を提案しようとするもので、実用的に役立つ情報の収得が期待される。

■微細接合技術において、重要な研究テーマ。

■高融点はんだとCu基板間の接合技術の改善が期待される。



	テーマ名：塑性流動による銅薄板への異種薄板の突合わせ接合とその接合性評価

　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県立大学　大学院　工学研究科　原田 泰典

選考理由　

■ショットピーニングによる塑性流動を利用した接合技術の確立を試みるもので、異種材の接合、特に薄板の突合せ接合に有用なる知見を提供すると期待される。

■ショットピーニングによる接合を薄膜への応用に期待。

■これまでにない新たな接合技術として期待。

■熱影響を受ける接合技術は色々あるが、熱の影響を受けない薄板の突合せ接合技術は新しい技術となる。
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